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• 最先端研究開発支援プログラム（FIRST)における研究開発
• 量子ドット提案から30年：産学連携による実用化
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スーパーコンピューﾀの性能は4年で10倍スーパーコンピューﾀの性能は4年で10倍
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CPUCPU--CPUCPU間間, CPU, CPU--メモリ間帯域幅のトレンドメモリ間帯域幅のトレンド

I. A. Young, et al., IEEE Communications Magazine, P184, October 2010

伝送帯域及び微細化の限界のため、5年以内に
チップ間インターコネクションのボトルネックが顕在化する

光インターコネクションは将来のLSIやコンピュータシステム
において重要な技術
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電気のＬＳＩから光融合ＬＳＩへ

集積回路（LSI）の限界を打破するために、光をＬＳＩに導入したフォトニ

 クス・エレクトロニクス融合システムの基盤技術開発を推進する。これに

 より、将来の「オンチップ・データセンタ」の実現可能性を明らかにする。

FIRSTFIRSTプロジェクトの目的プロジェクトの目的
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本プロジェクトの目標本プロジェクトの目標
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フォトニクス・エレクトロニクス融合システム
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世界初・世界最高伝送密度のレーザ搭載チップ間光インタコネクションを実現
目標：伝送密度10Tbps/cm2
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